A XXI Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquimica

XXI Congresso da Sociedade Iberoamericana de Eletroquimica

, I La Serena - Chite ”’?’ -9 SIBAE

" p ¥
n\?\ Sociedad Iberoamericana
F N

—gy 6-11 abril 2014 ¢ & & deEmoqinia
OBTENCION Y CARACTERIZACION DE DEPOSITOS ELECTROLITICOS
COMPUESTOS

L.N. Bengoa®®’, W.A. Egli?
@ Grupo de Andlisis Electroquimico de Pinturas y Recubrimientos, Centro de Investigacion y Desarrollo en Tecnologia de Pinturas,
Av. 52 e/ 121y 122, La Plata, Argentina.
b Facultad de Ingenieria, UNLP, Av. 1y 47, La Plata, Argentina.
*anelpire4@cidepint.gov.ar

Introduccion: El proceso de depdsito de materiales compuestos consiste basicamente en la
incorporacion, durante la electrdlisis, de pequefias particulas en la matriz metalica electrodepositada. Las
particulas sdlidas o liquidas se mantienen en suspension en la solucién electrolitica ya sea por agitacion
mecanica o por el agregado de sustancias especificas a la solucion. Esta técnica permite generar
recubrimientos compuestos que tienen propiedades Unicas, resultantes de la combinacion de las
caracteristicas propias de dichas particulas (materiales ceramicos, compuestos organicos, minerales,
etc.), con las del metal que forma el soporte del recubrimiento '3,

Objetivo: Estudiar los modelos que interpretan el codepdsito e incorporar variables primarias que puedan
mejorar la modelistica de estos procesos complejos y multivariable. Comprender el efecto de la quimica
superficial de las particulas en el proceso de codepdésito.

Métodos: Se realizo el estudio de los sistemas Cu-Al203 y Ni-Al203. Para el primero se realizaron
experiencias a partir de una suspension de sulfato de cobre conteniendo 50 gr/l de alumina, en distintas
condiciones de pH (1-3). A su vez se prepard una solucion tipo Watts, utilizada industrialmente para la
obtencion de electrodepédsitos de Ni (pH= 3.5) a la cual se agreg6 particulas de alimina en una
concentracion de 80 gr/l. Los depdsitos se realizaron sobre electrodos planos de Cu utilizando un
potenciostato PAR 273A. Se emplearon contraelectrodos de Cu o Ni puro, segun corresponda, y un
electrodo de calomel saturado (ECS) como referencia. En todas las experiencias se utilizaron particulas
de a-Al203 con un diametro medio de 3.5 um. Los depodsitos se caracterizaron por microscopia
electrénica de barrido y su composicién se analizé con la técnica EDS.
Resultados: En las condiciones estudiadas no se observé incorporacion
de las particulas al recubrimiento de Cu. Varios autores han demostrado
que la adsorcion de Cu*? en la superficie de alumina depende .~ =
fuertemente del pH de la solucidon y que la misma es significativa a = % .
valores de pH mayores a 4. Se confimé a través de ensayos i

preliminares que la variacion del pH afecta al proceso del codepdsito. En g T
todas las condiciones estudiadas las particulas de alimina son F : o G
embebidas en la matriz de Ni, durante el electrodepdsito bajo control = = ET
potenciostatico de este metal. Las mismas se distribuyen en forma Figura 1 - Imagen SEM deposito Ni-
homogénea y no se encuentran aglomeradas (Fig. 1) 4 5. Al,O; obtenido a -0.82 V, 3000X.

El porcentaje en peso de alumina en los recubrimientos tiene una fuerte dependencia con el potencial
electroquimico. Puede apreciarse que el contenido de particulas alcanza un valor maximo a un potencial
aproximadamente de -0.78 V (vs ECS).

Conclusiones: 1) Las particulas de a-Al203 no se incorporan en depdésitos de cobre obtenidos a partir

de medios acidos (pH= 1-3). 2) Se confirmd que la interaccién entre el ibn metalico y las particulas es un
factor preponderante en la incorporaciéon de las mismas en matrices metalicas.3) El codepdsito de
particulas depende fuertemente del potencial del electrodo. Se observé un maximo en la cantidad de

particulas incorporadas lo cual coincide con lo encontrado por otros autores.
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